
10系列德国leuze光学传感器(维修)技术高

产品名称 10系列德国leuze光学传感器(维修)技术高

公司名称 常州凌肯自动化科技有限公司

价格 367.00/个

规格参数 基恩士传感器维修:技术高
劳易测传感器维修:维修经验丰富
ABB传感器维修:修后可测试

公司地址 江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工
业园4楼

联系电话 13961122002 13961122002

产品详情

10系列德国leuze光学传感器(维修)技术高

我们公司提供传感器维修服务，主要维修的品牌有：基恩士，柯力，IPF，劳易测，ABB，威卡，西克，
英斯特朗，MTS，GE等，30+位维修工程师为您服务，维修技术高，经验丰富

  五，故障现象的分布1.电路板故障部位的不统计:1)芯片损坏30,2)分立元件损坏30,3)连线(传感器板敷铜
线)断裂30,4)程序破坏或丢失10(有上升趋势)，2.由上可知,当待修电路板出现联线和程序有问题时,又没有
好板子,既不熟悉它的连线,找不到原程序。。

10系列德国leuze光学传感器(维修)技术高

1、光电传感器不具有开关量输出检查连接 –当传感器不提供输出信时，罪魁祸首通常是连接。一个简
单的解决方案是检查一切是否连接正确。在我们网站上每个产品的下载中可以找到的传感器数据表中，
您可以找到连接中电线的颜色编码。数据表包含图表，说明每根电线和引脚的配置方式以及哪一根可以
提供输出信。



2、光电传感器不配合检查发射器 + 接收器组合 – 对于光电对射式传感器，这些传感器成对安装 - 发射
器和接收器。经常遇到的错误是使用两个面对面的发射器或两个接收器。在这种配置中，传感器根本不
可能执行检测或提供输出信。方法很简单：确保您已安装面对面的发射器和接收器。 

  一种是铜箔表面应具有低粗糙度，另一种是铜箔应超薄，导电银浆在柔性传感器制造过程中，导电油
墨被印在绝缘膜上并产生导线或屏蔽层，这种导电油墨主要是导电银浆，要求印导电层具有低电阻，牢
固连接和柔韧性，此外。。 为了验证该方面的性质，可以依靠物理方法，例如电熨斗，机械方法或化学
方法，通常，分散剂是由涂料制造商提供的，这种化学方法可用于验证不受损害的传感器涂层的剥离能
力，第三，应验证保护性能，传感器涂层的基本目标是为电子产品提供保护。。

3、信输出太早或太晚检查时间延迟设置
–并非所有光电传感器都具有此功能。您可以检查数据表，以确定这是否适用于您的传感器。Telco
Sensors的SPTF 3315 5就是具有此功能的传感器的一个示例。当传感器配备所谓的时间延迟时，强烈建议
检查电位计以调整此功能。如果设置得太高或太低，传感器将无法在所需时刻执行检测或测量，因为太
早或太晚。

4、光电传感器未检测到物体选择正确的光斑尺寸
–光电传感器有一个称为光斑尺寸的规格。为了方便起见，以圆形物体为例。假设这个物体的直径为 ?5
厘米。如果传感器的光斑尺寸为 10 厘米，则物体将落入此范围内。然而，由于光斑大于物体的直径，因
此传感器的光斑也覆盖了物体直径以外的区域，因此无法检测到。它对其光斑尺寸内的任何目标都。因
此，请确保光斑尺寸小于要检测的物体。

  如同时出现故障码U1307，则参照故障码U1307的处理方法，如经U1307的1)-8)检查后无问题，则更换
传感器，故障码:2209故障名称:NOX传感器运行温度状态:NOX传感器未达到运行温度如出现此故障码时
没有出现故障码U1307。。 两层，四层或更多层的电路板，有关这些规范的更多信息以及选择传感器设
计的其他技巧BGA是BallGridArray的缩写，它利用焊料球作为基座背面的引脚，BGA是SMT(表面安装技
术)组件接受的一种封装。。

硅包装传感器设计人员往往关注传感器布局以及传感器上各个组件之间的互连，而忽略了组件封装的重
要性。实际上，这可能会对高速传感器设计产生严重影响。硅封装通过穿过连接线和引线的寄生电感，
寄生电阻和寄生电容对硅的性能产生影响。这些参数将产生噪声，通信延迟，边沿速率和频率响应。不
同包装的寄生参数可能相差很大。对于具有相同电路和不同封装的硅，其性能表现出不同的特征。实际
上，对于高速电子系统，芯片设计，封装设计和板级设计永远不会相互独立。为了在硅上进行设计流程



，根据传感器挑选合适的封装。硅设计的总体布局受技术和板级元素的影响。对于硅封装，考虑其与传
感器的匹配。更重要的是，就板级完整性和EMC/EMI问题而言。

  则也可以很好地实现自对准，铅和无铅焊点之间的铅工艺比较罗马不是一天建成的，从完整的SnPb焊
接系统到无铅的焊接系统，仅一步之遥就不可能实现过渡，有一个瞬态过程，并且铅和无铅元素并存，
这是因为电子制造行业中的不同公寓无法按无铅时间表和技术准备保持同步。。 其在传感器上的间距好
，应拾取相对较薄的模板，并应避免使用较厚的模板，当模板开口的比例和开口形状不合适时，可能会
引起一些缺陷，从而导致产生焊球，当开口的比例不合适时，焊膏往往会印在阻焊膜上，从而在回流焊
接过程中会形成焊球。。 结果是，应根据BGA的分类，环境温度和湿度对BGA实施程序，此外，根据包
装说明和保质期进行，，BGA焊球涂层和印BGA焊球通常高25mm*0.0254mm，直径30mm*0.0254mm。。

首先应遵循以下一般原则：①高功率放大器（HPA）和低噪声放大器（LNA）应尽可能分开。简而言之
，高频RF发送电路被放置在远离低频RF接收电路的位置。②在传感器板上的高频区域至少应有完整的接
地，好不要在其上形成通孔。铜箔面积越大越好。③对电路和电源进行去耦等效。④RF输出应远离RF输
入。⑤的模拟信应尽可能远离高速数字信和RF信。?物理分区和电分区的设计原理分区可以分为物理分区
和电气分区。前者主要涉及组件的布局，方向和屏蔽，而后者又可以进一步分为配电，RF路由，电路，
信和接地分区。一种。物理分区原理组件布局原则。组件布局在性能良好的RF设计中起着至关重要的作
用。的技术是首先固定沿RF路径放置的组件。

10系列德国leuze光学传感器(维修)技术高一些新出现的传感器软件检查工具能够关联规则破坏现象，并
反映有关信数据速率和规则破坏程度的信息，这对于设计人员特定的规则破坏是有利的。仿真工具应用
仿真工具来准确地分析整个系统的一小部分。无论供应商提供多大的屏幕捕获，当前的EMI/EMC建模工
具都无法“完成所有工作”，因为建模无法替代软件工程师，并且仅仅是EMI/EMC工程师使用的一种工
具。要求EMI/EMC工程师确定需要进行正向分析和建模的设计部分。一般而言，需要针对未解决的问题
建立多等级模型，并且上一等级的模型的仿真结果将输入信息提供给下一等级的模型。该方法通过分别
处理每个部分中的特殊问题并整合结果来优化模型。因此，与一次过分“笨拙”的建模相比。 
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